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DESCRIPCION
Conducto de vertido, método para producirlo y depésito para liquido dotado del conducto de vertido
Campo técnico
Esta invencion se refiere a un método para formar un conducto de salida.

Mas especificamente, la presente divulgacion proporciona un conducto de salida resistente a la aparicion de grietas,
particulas finas o empolvado cuando el conducto de salida se forma soldando una porciéon de conducto, que esta
formada de una resina compuesta de una resina de poliolefina ciclica como componente principal, y una porcion de
tapon para mantener un tapén de goma, que esta formada de una resina compuesta de una resina de poliolefina ciclica
como componente principal, entre si, o la aparicion de una fractura desde la porcién de tapén del conducto de salida
tras la caida de un deposito de un método para formar el mismo, y un depésito de fluido dotado del conducto de salida.

Técnica anterior

En los ultimos anos, se han desarrollado preparaciones de bolsa blanda obtenidas diluyendo farmacos inyectables en
preparaciones para goteo intravenosas de antemano y llenando las mismas en depositos que tienen flexibilidad tal
como depositos hechos de plastico. Estas preparaciones de bolsa blanda se considera que son utiles para su superior
desechabilidad con respecto a ampollas y botellas hechas de vidrio y ademas de sus comodidad y disponibilidad en
el momento de su uso.

Sin embargo, farmacos dirigidos por nitroglicerina, preparaciones que contienen proteinas tales como albimina y
hormonas, farmacos de acido hialurénico, vitaminas, oligoelementos, insulina, farmacos anticancerosos, farmacos de
anticuerpo, farmacos eliminadores de radicales y similares se sabe que sus ingredientes activos se adsorben sobre o
permean a través de los materiales de base de depodsitos de medicina, tal como resinas a base de poliolefina
convencional (resinas de PO), por ejemplo, polietileno (PE) y polipropileno (PP), y cloruro de polivinilo, y por tanto
implican tales problemas que los ingredientes activos en fluidos de contenido pueden disminuir y pueden producirse
interacciones entre aditivos o componentes de bajo peso molecular contenidos en los materiales de base y los
ingredientes activos en los fluidos de contenido.

Con respecto a estos problemas, se ha propuesto, por ejemplo, en la patente japonesa n.° 3227709 (documento de
patente 1) y el documento JP-A 2004-298220 (documento de patente 2) usar resinas de poliolefina ciclica (resinas de
COP) en cuerpos principales de depdsito, como resinas que estan libres de adsorcion o permeacion de ingredientes
activos.

En el documento JP-A 2008-18063 (documento de patente 3) y el documento JP-A 2005-254508 (documento de
patente 4), se dan a conocer bolsas de envasado formadas de peliculas laminadas que tienen resinas de COP en las
capas mas internas de las mismas.

Estas bolsas de envasado se describen para permitir el tratamiento de esterilizacion de retorta y para inhibir la
adsorcion de ingredientes, y por tanto, para ser adecuado para su uso con preparaciones inyectables de los
ingredientes activos de que son propensos a adsorcion.

En el documento de patente 3 mencionado anteriormente, también se describe en el sentido de que la capa mas
interna de una pelicula de depédsito puede formarse de resina de COP y un conducto formado de resina de COP
también puede usarse como conducto de salida. Como métodos para soldar entre si una porcién de conducto y una
porcion de tapén sirve para mantener un tapon de goma en su sitio, también se describen el sellado por calor y la
soldadura ultrasonica. Sin embargo, no se hace indicacion en absoluto sobre la aparicion problematica de grietas tras
la soldadura ultrasénica. Ademas, no se hace consideracion tampoco a la prevencion de la aparicion de fisuras cuando
un deposito con un contenido fluido llenado en el mismo se cae accidentalmente.

El documento de patente 4 mencionado anteriormente también contiene una descripcion de un depdsito médico que
usa resina de COP en su capa mas interna. También se describe que, desde el punto de vista de impartir flexibilidad
a un conducto de salida para hacer una mejora en el rendimiento de sellado con una lamina, un elastomero
termoplastico puede mezclarse en una razén de mezclado de no mayor que el 20 %. En otras palabras, se da a
conocer mezclar un elastomero termoplastico en una porcién de conducto del conducto de salida, siendo dicha porcion
de conducto la parte en la que el conducto de salida se suelda con un sellante del dep6sito. Sin embargo, no se hace
en absoluto una divulgacion detallada sobre una porcién de tapén sirve para mantener un tapdn de goma en su sitio.
Se da a conocer que, si el elastbmero termoplastico en la porciéon de conducto supera el 20 %, hay un mayor problema
potencial de adsorcién del ingrediente de un contenido fluido sobre la porcién de conducto o el deposito puede dotarse
de esterilizabilidad de retorta inferior.

Ahora se asume que una porcién de conducto, que constituye un conducto de salida, y una porcién de tap6n, que
sirve para mantener un tapén de goma en su sitio, estan formadas ambas de resina de COP. En comparacién con
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polietileno de baja densidad o similar, la resina de COP tiene un mayor peso molecular, es mas lineal, y debido a
grupos de hidrocarburo ciclicos, tiene una estructura molecular voluminosa en su cadena molecular. Por lo tanto, el
movimiento térmico de su cadena principal molecular esta restringido, y partes, que estan ambas formadas de resina
de COP dificilmente se pueden soldar entre si mediante sellado por calor convencional. Por el contrario, estas partes
pueden soldarse entre si por soldadura ultrasénica ya que la resina de COP es dura. La soldadura ultrasénica de
resina de COP puede lograrse en un corto tiempo, y es efectiva y preferible como método de soldadura. Sin embargo,
resina de COP es fragil de modo que en comparacién con otras resinas, una capa de resina de COP es mas propensa
a la aparicién de grietas o empolvado por ondas ultrasonicas. Existe, por consiguiente, puede tener lugar un problema
potencial de que una fuga de fluido a través de las grietas o pueden entrar cuerpos extrafios en un contenido fluido
como resultado de empolvado.

Un deposito, por ejemplo, con un fluido de infusién llenado en el mismo generalmente se cuelga para realizar su
administracion por infusién por goteo. Existe, sin embargo, un problema potencial de que tras colgar el deposito, puede
caerse accidentalmente. En el caso de caida, hay alta posibilidad de que una porcién de tap6n de un conducto de
salida, estando dicha porcion de tapén dispuesta en una posicion opuesta a un orificio para colgar, puede, en primer
lugar, ponerse en contacto con el suelo. Ademas, la resina de COP es dura y fragil, y por tanto, es propensa a fractura.
En consecuencia, existe un deseo desde hace tiempo del desarrollo de un depésito de fluido médico dotado de un
conducto de salida que esta libre de adsorcion o permeaciéon de un ingrediente activo, puede evitar la aparicion de
grietas o empolvado tras la soldadura del conducto de salida, y es resistente a una fractura incluso cuando se aplica
un impacto como resultado de una caida o similar.

Documentos de la técnica anterior Documentos de patente

Documento de patente 1: Patente japonesa N.° 3227709
Documento de patente 2: JP-A 2004-298220
Documento de patente 3: JP-A 2008-18063

Documento de patente 4: JP-A 2005-254508

El documento JP 2001-278320-A da a conocer una tapa formada completamente como una unidad integral. La tapa
comprende un cuerpo cilindrico hecho de plasticos, un cuerpo de sellado hecho de un elastomero termopléastico para
cerrar el cuerpo cilindrico, y un cuerpo de tapa. El cuerpo de tapa estd hecho de plasticos y es para cubrir
completamente el cuerpo cilindrico y el cuerpo de sellado. El cuerpo de tapa tiene una parte de pelicula de sellado
que puede arrancarse y un tirador de anillo. El cuerpo cilindrico y el cuerpo de sellado se hacen mediante moldeo
integral en un molde de metal sobre un lado de troquel de division y el cuerpo de tapa que tiene la parte de pelicula
de sellado se moldea en el otro lado del molde de metal.

Sumario de la invencion

Problemas a resolver por la invencién

En vista de las circunstancias anteriores, la presente divulgacion proporciona un conducto de salida resistente a la
aparicion de grietas, particulas finas o empolvado tras la formacion del conducto de salida soldando una porcion de
conducto, que esta formada de una resina compuesta de una resina de COP como componente principal, y una porcion
de tap6n para mantener un tapén de goma en su sitio, que esta formada de una resina compuesta de una resina de
COP como componente principal, entre si o resistente a la aparicién de una fractura desde la porcion de tapon del
conducto de salida tras la caida de un depésito, un método para formar el mismo, y un deposito de fluido dotado del
conducto de salida.

Medios para resolver los problemas

Para lograr los objetivos descritos anteriormente, los inventores presentes realizaron de manera entusiasta la
investigacion. Como resultado, se ha encontrado que el problema descrito anteriormente puede resolverse elaborando
la resina de la porcion de tapon del conducto de salida, llevando a la finalizacién de la presente invencion. La invencién
se presenta en la reivindicacion 1. En las reivindicaciones dependientes se definen caracteristicas preferidas.

Descrita especificamente, la presente invencion proporciona lo siguiente:

1: Un método para formar un conducto de salida para un dep6sito de fluido, siendo dicho conducto de salida capaz
de alojar un tapén de goma, a través del que puede insertarse una aguja de jeringa, de manera que el tapon de
goma esta internado en un extremo del conducto de salida, en el que el conducto de salida incluye una porcién de
conducto y una porcion de tapon, al menos una capa mas interna de la porcién de conducto, definiendo dicha capa
mas interna un canal de suministro del conducto de salida, esta formada de una resina compuesta de una resina
de poliolefina ciclica como componente principal, es decir, al 50 % en peso o mas de la resina, la porcién de tapén
puede servir para mantener el tapén de goma en su sitio y comprende una cubierta de resina para la porciéon de
tapén, formada de una resina compuesta de resina de poliolefina ciclica como componente principal, es decir, al
50 % en peso o mas de la resina, la porciéon de conducto y la porciéon de tapon se sueldan ultrasénicamente entre
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si en sus capas de resina compuesta de las resinas de poliolefina ciclica como los componentes principales,
respectivamente, y dicha resina de la cubierta de resina de porcion de tapon incluye un componente de goma en
un intervalo de desde el 0,05 % en peso hasta el 30 % en peso 0, siempre que una cadena principal de la resina
de poliolefina ciclica incluya la estructura molecular representada por la siguiente formula (1),incluye una resina a
base de polietileno en un intervalo de desde el 1 % en peso hasta el 30 % en peso y/o un antioxidante en un
intervalo de desde el 0,1 % en peso hasta el 1,0 % en peso:

[Férmula quimica 1]

—fen,- ICH}H— o
R

donde R representa un atomo de hidrégeno o un grupo organico que tiene desde 1 hasta 20 atomos de carbono,
y n representa un nimero entero de 1 o mayor,

comprendiendo el método soldar ultrasénicamente dicha capa de resina de la porcion de conducto (5), compuesta
de resina a base de poliolefina ciclica como componente principal, es decir, al 50 % en peso o mas de la resina, y
la capa de resina de la porcion de tapon (4) compuesta de resina a base de poliolefina ciclica como componente
principal, es decir, al 50 % en peso o mas de la resina, entre si.

Efectos ventajosos de la invencion

Segun la presente divulgacion, puede proporcionarse un conducto de salida resistente a la aparicion de grietas,
particulas finas o empolvado tras la formacion del conducto de salida soldando una porciéon de conducto, que esta
formada de una resina compuesta de una resina de COP como componente principal, y una porcién de tapén, que
esta formada de una resina compuesta de una resina de COP como componente principal y sirve para mantener un
tapon de goma en su sitio, entre si o resistente a la aparicion de una fractura desde la porciéon de tapon del conducto
de salida tras la caida de un dep6sito, un método para formar el mismo, y un depésito de fluido dotado del conducto
de salida.

En detalle, pueden provocarse los siguientes efectos ventajosos.

Segun la invencion, tal como se describié en la reivindicacion 1, es posible evitar la adsorcién o permeacion de un
ingrediente activo sobre o a través de la resina que constituye el conducto de salida. También es posible evitar la
apariciéon de grietas, particulas finas o empolvado cuando la porcion de conducto, que esta formada de la resina
compuesta de la resina de COP como el componente principal, y la porcién de tapon, que esta formada de la resina
compuesta de la resina de COP como el componente principal, se sueldan ultrasénicamente entre si tras la formacion
del conducto de salida, o la aparicion de una ruptura de bolsa de la porcion de tapon del conducto de salida tras la
caida del depésito.

Segun la invencion, tal como se describio en la reivindicacion 3, los efectos ventajosos de la invencion, tal como se
describid en la reivindicacion 1 se acentuaran, y ademas, la aparicion de una fractura en la porcién de conducto del
conducto de salida tras la caida del deposito también puede evitarse de manera mas efectiva.

Segun la invencion, tal como se describié en la reivindicacion 4, es posible, ademas de los efectos ventajosos de la
invencion, tal como se describié en la reivindicacion 1 a 3, evitar de manera mas efectiva la aparicién de una fractura
en la porcion de conducto del conducto de salida tras la caida del depésito.

Segun la invencién,tal como se describio en la reivindicacion 6, es posible, ademas de los efectos ventajosos de la
invencion tal, como se describié en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, usar la porcion de pestafia como una
parte que va a soldarse con la porcién de tapon, facilitando de ese modo la tarea de soldadura de las capas de resina
de COP en si mismas aunque su tarea de soldadura ha sido dificil hasta ahora. Como resultado, es posible evitar de
manera mas efectiva la aparicion de una fractura en la porcion de conducto del conducto de salida tras la caida del
deposito.

También segun la invencion, tal como se describié en la reivindicacion 1, la tarea de soldadura de las capas de resina
de COP en si mismas por ondas ultrasénicas puede facilitarse de manera facil aunque su tarea de soldadura haya
sido dificil. Como resultado, es posible evitar de manera mas efectiva la aparicién de una fractura en la porcién de
conducto del conducto de salida tras la caida del deposito.

Segun la invencion, tal como se describié en la reivindicacion 8, es posible, ademas de los efectos ventajosos de la
invencion, tal como se describi6é en la reivindicaciéon 1, realizar de manera mas segura la tarea de soldadura de las
capas de resina de COP en si mismas. Como resultado, es posible evitar de manera mas efectiva la apariciéon de una
fractura en la porcién de conducto del conducto de salida tras la caida del depésito.
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Tal como se divulga en el presente documento, es posible obtener un deposito de fluido,

que puede evitar la aparicion de adsorcion o permeacion de un ingrediente activo de un contenido fluido no solo sobre
o0 a traveés del cuerpo principal de deposito sino también sobre o a través de la resina que constituye un conducto de
salida y también puede evitar la aparicion de grietas o empolvado que apareceria tras la soldadura de la porcion de
conducto y la porcién de tapén del conducto de salida entre si, o la aparicion de una ruptura de bolsa de la porcién de
tapon del conducto de salida tras la caida del depésito.

Breve descripcion de los dibujos

[Figura 1]

La figura 1 es una vista en planta que ilustra una realizacion de un dep6ésito de fluido segun la presente divulgacion.
[Figura 2]

La figura 2 es una vista en seccion transversal que ilustra una realizacion del conducto de salida segun la presente
divulgacion.

[Figura 3]

La figura 3 es una vista en seccion transversal que ilustra una porcion de tapén (tipo de ajuste) y una porcién de
conducto en la realizacién del conducto de salida segun la presente divulgacion.

[Figura 4]

La figura 4 es una vista en seccioén transversal que ilustra una porcién de tapon (tipo de moldeado por insercion) y
una porcion de conducto en otra realizacion del conducto de salida segun la presente divulgacion.

Realizacion para llevar a cabo la invencién
La presente invencién se describira con mas detalle en lo sucesivo en este documento con referencia a los dibujos.
La figura 1 es una vista en planta que ilustra una realizacion del deposito de fluido segun la presente divulgacion.

Un depésito de fluido 1 segun la presente divulgacion incluye un cuerpo 2 principal de deposito y al menos un conducto
de salida 3 soldado al cuerpo 2 principal de depésito. El cuerpo 2 principal de depésito se ha formado en la forma de
una bolsa soldando un tubo o pelicula de multiples capas, que tiene un sellante de una resina compuesta de una
resina de COP como componente principal (que puede denominarse en lo sucesivo en el presente documento "sellante
de COP") laminado sobre un lado de la misma, a lo largo de sus periferias, o se ha moldeado por soplado. El conducto
de salida 3 esta compuesto por una porcién de tapédn 4 y una porcién de conducto 5 hueca cilindrica dispuesta a
continuacion de la porcion de tapon 4. La porcion de tapon 4 mantiene un tapdn de goma 6 en su sitio cubriendo una
parte del tapon de goma 6 con una cubierta de resina 7. La porciéon de conducto 5 hueca cilindrica define un canal de
suministro 9.

Debe indicarse que, en la presente divulgacion, "una pelicula" y "una lamina" cada una se denominan "una pelicula"
sin distinguir las mismas. Ademas, las peliculas que constituyen el cuerpo 2 principal de depdsito formado por el tubo
o pelicula de multiples capas o el cuerpo 2 principal de depdsito moldeado por soplado, respectivamente, se
denominan colectivamente "peliculas de multiples capas". Ademas, el término "componente principal" significa un
componente que esta contenido tanto como al 50 % en peso o0 mas.

Ya que el depésito de fluido 1 se usa principalmente para almacenar un fluido médico, el cuerpo 2 principal de depésito
puede permanecer preferiblemente libre de deformaciones o una ruptura de bolsa cuando se somete a esterilizacion
en retorta a 105 °C o superior, preferiblemente 110 °C o superior, mas preferiblemente 115 °C o superior. Cada resina
de COP en la presente invenciéon puede ser o bien un Unico tipo de resina de COP o bien una mezcla de varios tipos
de resinas de COP, pero su temperatura de transicién vitrea puede ser preferiblemente 100 °C o superior, mas
preferiblemente 110 °C o superior en cualquier caso. La pelicula que constituye el cuerpo 2 principal de deposito puede
ser preferiblemente transparente, ya que la pelicula transparente es excelente en la visibilidad de un contenido fluido
y facilita la comprobacion del contenido fluido para cualquier alteracion o similar.

Como un método para formar el cuerpo 2 principal de deposito del depésito de fluido 1, puede adoptarse un método
conocido. El sellante de COP puede laminarse sobre un lado, por ejemplo, mediante moldeo por inflacién de miiltiples
capas, moldeo por coextrusion tal como moldeo por colada de troquel en forma de T de multiples capas, moldeo por
soplado de multiples capas, o un método de laminacién tal como laminacion por extrusién que lamina directamente
una resina fundida o laminacién en seco que usa un adhesivo.

El cuerpo 2 principal de depésito del deposito de fluido 1 esta formado por una pelicula transparente hecha del sellante
de COP y otra capa de resina laminadas juntas. Como otra capa de resina, una resina de PO tal como PE o PP se
usa preferiblemente. Ejemplos de la resina de PO incluyen los habitualmente conocidos polietileno de alta densidad
(HDPE), polietileno de baja densidad lineal (LLDPE), polietiieno de media densidad (MDPE), polipropileno (PP),
copolimero de etileno-propileno y elastémeros de los mismos, y mezclas de estas resinas. La laminacién de una resina
de PO de este tipo hace posible dotar al cuerpo principal de depésito tanto de resistencia térmica como de flexibilidad.
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Al laminar una resina de COP y una resina de PO moldeando por coextrusién, puede laminarse directamente una por
encima de la otra. Como alternativa, sin embargo, una resina adhesiva representada por "ADMER" (producto de Mitsui
Chemicals, Inc.), "MODIC" (producto de Mitsubishi Chemical Corporation) o similar también puede usarse.

En lugar de la capa de resina de PO o como una resina adicional que va a laminarse junto con la capa de resina de
PO, es posible laminar una pelicula de material de base para garantizar resistencia fisica o una capa para impartir
propiedades de barrera de oxigeno y humedad.

Como la pelicula de material de base para garantizar la resistencia fisica, una pelicula de nailon o tereftalato de
polietileno (PET) o similar puede usarse. Cuando se estira, la pelicula de material de base esta preferiblemente dotada
de resistencia fisica superior. El estiramiento biaxial es mas preferido.

Ya que la capa que imparte propiedades de barrera tales como una propiedad de barrera de oxigeno y una propiedad
de barrera de humedad, es posible usar una capa de resina tal como copolimero de alcohol de etileno-vinilo, alcohol
de polivinilo o una pelicula de recubrimiento de la misma, nailon de MXD, cloruro de polivinilideno o una pelicula de
recubrimiento del mismo, una pelicula a base de resina fluorada, o un PET, nailon o pelicula similar con alimina o
silice depositado por vapor sobre la misma.

Cuando el deposito de fluido es un depédsito moldeado por soplado, el moldeo por soplado de extrusién de multiples
capas puede adoptarse adecuadamente, por ejemplo. Como método de moldeo por soplado de extrusién de multiples
capas, se usa una extrusora de multiples capas que tiene varias extrusoras, la resina de COP y la resina de PO y, si
es necesario, una resina adhesiva y otra resina sintética o resinas se funden y extruden en y a través de las extrusoras
respectivas, y se sopla aire al interior para realizar el moldeo por soplado. Al realizar el moldeo por soplado, las resinas
pueden formarse una vez en el interior de una preforma, seguido del moldeo por soplado, o puede realizarse moldeo
por soplado directo, es decir, pueden formarse capas de las respectivas resinas fundidas en el interior de una preforma
de multiples capas tubular en el interior de troqueles de formacion de preforma de multiples capas, seguido de moldeo
por soplado.

El deposito de fluido 1 se proporciona en una parte del cuerpo 2 principal de depésito con al menos un conducto de
salida 3. Para la administracion del contenido fluido por infusion por goteo o un propésito similar, es conveniente para
el deposito de fluido 1 disponer en una posicion opuesta al conducto de salida 3 una seccién de cuelgue (no mostrada)
formada del orificio 11 que permite colgar el depésito de fluido 1, una hendidura que se ha formado cortando el cuerpo
2 principal de depésito en una parte de la misma, o similar. El conducto de salida 3 también puede servir como un
conducto de llenado o similar, y puede disponerse una pluralidad de tales conductos de salida.

Se hara a continuacion una descripcion sobre un método para soldar el conducto de salida 3 y el cuerpo 2 principal
de depdsito entre si. Cuando el cuerpo 2 principal de depésito es un depédsito en forma de bolsa, se superponen
peliculas de multiples capas una por encima de la otra con sus sellantes que se ponen en una relacioén contigua, y con
la porcion de conducto 5 del conducto de salida 3 que se inserta entre los sellantes. Las peliculas de multiples capas
pueden soldarse entonces entre si mediante sellado por calor o sellado ultrasénico.

Cuando el cuerpo 2 principal de depésito es un producto de moldeo por soplado, por otro lado, la porciéon de conducto
5 puede soldarse al cuerpo 2 principal de deposito realizando moldeo por insercion con la porciéon de conducto 5 que
se inserta en un molde tras el moldeo de del cuerpo 2 principal de depédsito. Como alternativa, el cuerpo 2 principal de
depdsito se moldea con una abertura, la porcion de conducto 5 se inserta a continuacion en la abertura, y la porcion
de conducto 5 puede soldarse entonces al cuerpo 2 principal de deposito mediante sellado por calor o sellado
ultrasoénico.

La figura 2 es una vista en seccion transversal que ilustra una realizaciéon del conducto de salida 3 segun la presente
divulgacion.

La figura 3 es un diagrama de concepto que ilustra que la porcidon de conducto 5 y la porcion de tapon 4 se ajustan 'y
sueldan entre si. Ademas, la figura 4 es una vista en seccion transversal que ilustra otra realizacién del conducto de
salida 3 segun la presente divulgacion.

El conducto de salida 3 segun la presente invencion se forma soldando una parte de la porcién de tapon 4 con una
porcion de pestafia 10 de la porcién de conducto 5. La porcion de tapdn 4 mantiene el tapon de goma 6 en su sitio
cubriendo una parte del tapén de goma 6 con la cubierta de resina 7. El tapén de goma 6 se mantiene en su sitio
ajustando fisicamente el tapon de goma 6 en la cubierta de resina 7 o realizando moldeo por insercion con el tapon
de goma 6 que se inserta en un molde tras el moldeo de la cubierta de resina 7.

Para evitar la adsorcién o permeacion del ingrediente activo del contenido fluido, la porcion de conducto 5 del conducto
de salida 3 esta formada, en una capa mas interna de la misma a la que se pone en contacto el contenido fluido en el
canal de suministro 9, con una resina compuesta de una resina de COP como componente principal. La porcion de
tapon 4 del conducto de salida 3 también esta formada con una resina, que estd compuesta por una resina de COP
como componente principal, para evitar la adsorciéon o permeacion del ingrediente activo del contenido fluido.
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Como un método para soldar la porcion de pestaria 10 de la porciéon de conducto 5 con la parte de la porcién de tapon
4, se usa el método de soldadura que hace uso de calor generado por ondas ultrasénicas. El método de soldadura
ultrasonica es adecuado para soldar entre si resinas ambas compuestas de resinas de COP duras como componentes
principales, y requiere un tiempo corto de soldadura.

En general, la resina de COP tiene una elongacién de rotura pequefia de desde el 3 hasta el 60 % y es tan dura como
desde 2,000 hasta 3,200 MPa en modulo de flexion, de modo que la resina de COP no puede amortiguar un impacto
desde el exterior y es fragil. Por otro lado, la resina de PE empleada en cuerpos principales de depoésito convencionales
se elonga suficientemente tanto como desde el 700 hasta el 1,000 % en elongacién de rotura y es flexible tanto como
desde 100 hasta 700 MPa en médulo de flexion. En comparacion con una porcion de tapén hecha de resina de PE,
un conducto de salida hecho de resina de COP implica tales problemas de que pueden formarse grietas en el conducto
de salida o el empolvado puede volverse sustancial cuando se realiza soldadura ultrasénica o el depésito de fluido
con un contenido fluido llenado en el mismo se cae accidentalmente. Las grietas formadas de este modo pueden no
confirmarse visualmente en muchos casos y, cuando el contenido fluido se llena en el deposito de fluido, las grietas
pueden crecer bajo vibraciones por el transporte y similares y puede inducir a una fuga de fluido. En particular, una
porcion de tapén hecho de resina de COP es propensa al agrietamiento, porque tras la soldadura ultrasoénica, un
cuerno se pone en contacto directo con la porcién de tapén para hacerla vibrar.

Cuando la resina de COP es una resina de COP que incluye estructuras moleculares representadas por la formula (1)
descrita anteriormente en su cadena principal, la resina de COP alun es mas dura en comparacién con una resina de
COP que no incluye tales estructuras moleculares en su cadena principal. En general, la degradacion oxidativa sigue
en la superficie de un producto moldeado en el transcurso de su moldeo. Cuando una resina de COP dura se somete
a degradacién oxidativa, la superficie de su producto moldeado tiende a volverse fragil como resultado de la
degradacién oxidativa. La resina de COP dura que se ha sometido a la degradacién oxidativa va acompafiada de un
problema de que bajo las vibraciones producidas por soldadura ultrasonica de la porcién de conducto y porcion de
tapon, la superficie se somete a la degradacién oxidativa puede desconcharse parcialmente para producir mas
particulas finas.

Para solucionar este problema, un antioxidante puede afiadirse preferiblemente mas de lo normal en la presente
invencion para disminuir las particulas finas que se van a producir tras la soldadura ultrasonica cuando la resina de
COP es una resina de COP que incluye estructuras moleculares representadas por la formula (1) descrita
anteriormente en su cadena principal.

Para evitar la aparicion de tales grietas y la aparicion de tales particulas finas o empolvado, la presente invencion
incorpora, en al menos la cubierta de resina 7 de la porcion de tapon 4 fuera de la porcidén de conducto 5 formada de
la resina compuesta de la resina de COP como el componente principal (que puede denominarse en lo sucesivo en el
presente documento "la porcién de conducto de COP") y la cubierta de resina 7 de la porcion de tapon 4 formada de
la resina de COP como el componente principal (que puede denominarse en lo sucesivo en el presente documento "la
cubierta de resina de COP") un componente de goma en un intervalo de desde el 0,05 % en peso hasta el 30 % en
peso, ambos incluidos, preferiblemente desde el 0,1 % en peso hasta el 10 % en peso, ambos incluidos, mas
preferiblemente desde el 0,3 % en peso hasta el 5 % en peso, ambos incluidos; o incluye en su cadena principal
estructuras moleculares representadas por la formula (1) descrita anteriormente y contiene una resina de PE en un
intervalo de desde el 1 % en peso hasta el 30 % en peso, ambos incluidos, preferiblemente desde el 3 % en peso
hasta el 20 % en peso, ambos incluidos, mas preferiblemente desde el 5 % en peso hasta el 10 % en peso, ambos
incluidos, y/o un antioxidante en un intervalo de desde el 0,1 % en peso hasta el 1,0 % en peso, ambos incluidos,
preferiblemente desde el 0,2 % en peso hasta el 0,6 % en peso, ambos incluidos, mas preferiblemente desde el 0,3
% en peso hasta el 0,5 % en peso, ambos incluidos.

Si el componente de goma o resina de PE cae por debajo del intervalo descrito anteriormente, los efectos de evitar el
empolvado, la aparicion de grietas y una fractura desde la porcion de tapén del conducto de salida pueden no
presentarse suficientemente. Si el componente de goma o resina de PE supera el intervalo descrito anteriormente, por
otro lado, el rendimiento de evitar el empolvado, la aparicion de grietas y la fractura desde la porcion de tapén del
conducto de salida puede mejorarse, pero la cubierta de resina 7 puede volverse excesivamente suave y puede
dotarse de resistencia térmica reducida de modo que la cubierta de resina 7 puede no ser posible mantener su forma
en el momento del tratamiento de esterilizacién de retorta. Si el antioxidante cae por debajo del intervalo descrito
anteriormente, puede no presentarse suficientemente el efecto de evitar la aparicion de particulas finas tras la
soldadura ultrasénica de la porcion de conducto y la porciéon de tapon. Si el antioxidante supera el intervalo descrito
anteriormente, por otro lado, la aparicion de particulas finas aun puede evitarse pero una incorporacion excesiva de
este tipo del antioxidante supera la cantidad apropiada de su uso y no se prefiere desde el punto de vista de costes.

Esto es generalmente una tecnologia conocida para usar un antioxidante para el propédsito de evitar la degradacion
oxidativa de una resina. En dicho caso, sin embargo, el antioxidante se usa en un intervalo de desde el 0,03 % en
peso hasta el 0,08 % en peso o porque existe un problema potencial de que un material en forma de gel puede
producirse tras el moldeo o el antioxidante puede purgarse hacia fuera a la superficie de un producto moldeado con el
tiempo.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2706901 T3

En la presente invencion, el contenido del componente de goma, resina de PE y antioxidante en la cubierta de resina
7 de la porcidn de tapon 4 puede ponerse en nivel alto, porque el tapon de goma 6 bloquea un contenido fluido para
evitar que se ponga en contacto con la cubierta de resina 7 y la cubierta de resina 7 no afecta a un ingrediente activo
del contenido fluido. También en la realizacion ilustrada en la figura 4, un contenido fluido se pone en contacto con la
cubierta de resina 7 en solo una pequefa parte de la misma, de modo que la cubierta de resina 7 no afecta en gran
medida a un ingrediente activo del contenido fluido.

En la presente invencion, la resina de la porcidén de conducto 5 de COP también puede ser cualquier resina de COP
que no incluya en su cadena principal estructuras moleculares representadas por la formula (1) descrita anteriormente
o una resina de COP que tampoco contiene un componente de goma ni resina de PE. Para potenciar los efectos de
prevencion sobre la aparicion de grietas o empolvado tras la soldadura ultrasoénica o evitar una fractura de la porciéon
de conducto 5 tras la caida, la resina de la porcion de conducto 5 de COP puede contener preferiblemente un
componente de goma en un intervalo de desde el 0,05 % en peso hasta el 20 % en peso, ambos incluidos,
preferiblemente desde el 0,1 % en peso hasta el 10 % en peso, ambos incluidos, mas preferiblemente desde el 0,3 %
en peso hasta el 5 % en peso, ambos incluidos, o puede incluir preferiblemente en su cadena principal estructuras
moleculares representadas por la formula (1) y puede contener preferiblemente una resina de PE en un intervalo de
desde el 0,5 % en peso hasta el 20 % en peso, ambos incluidos, preferiblemente desde el 1 % en peso hasta el 10 %
en peso, ambos incluidos. Incluso cuando un antioxidante se incorpora en una cantidad mayor, la resina de COP que
incluye en su cadena principal las estructuras moleculares representadas por la formula (1) no produce material en
forma de gel en el momento del moldeo o no permite que un antioxidante se purgue hacia fuera a la superficie de un
producto moldeado con el tiempo. Es, por lo tanto, preferido también contener el antioxidante en un intervalo de desde
el 0,03 % en peso hasta el 0,5 % en peso, ambos incluidos, preferiblemente desde el 0,03 % en peso hasta el 0,3 %
en peso, ambos incluidos, para potenciar los efectos preventivos sobre la aparicion de particulas finas tras soldadura
ultrasénica.

No se impone limitacién particular sobre el método de incorporacién del componente de goma o antioxidante o sobre
el método de introduccion de las estructuras moleculares representadas por la formula (1). Ademas de la mezcla en
seco, mezcla en estado fundido, o similar, pueden introducirse en el transcurso de la polimerizaciéon de la resina de
COP mediante polimerizacion en reactor o polimerizacion de multiples etapas o pueden mezclarse tras la
polimerizacion de la resina de COP.

Ejemplos del componente de goma que puede usarse en la presente invenciéon incluyen compuestos altamente
moleculares o similar tal como polimeros gomosos que tienen temperaturas de transicion vitrea de no mas de 20 °C,
tal como copolimeros de bloque o al azar a base de estireno o butadieno, tales como goma de estireno-butadieno y
goma de alto estireno, y sus productos de hidrogenacion; goma de isopreno y su producto de hidrogenacion; goma
cloropreno y su producto de hidrogenacion; gomas de poliolefina saturada tales como copolimero de etileno-propileno,
copolimeros de etileno-a-olefina, y copolimeros de propileno-a-olefina; polimeros a base de dieno tales como
copolimeros de etileno-propileno-dieno, copolimeros de o-olefina-dieno, copolimeros de dieno, copolimero de
isobutileno-isopreno y copolimeros de isobutileno-dieno, sus productos halogenados, y productos hidrogenados de los
polimeros de dieno y sus productos halogenados; copolimero de acrilonitrilo-butadieno y su producto de
hidrogenacion; gomas fluoradas tales como copolimero de fluoruro de vinilideno-trifluoroetileno, copolimero de fluoruro
de vinilideno-hexafluoropropileno, copolimero de fluoruro de vinilideno-hexafluoropropileno-tetrafluoroetileno y
copolimero de propileno-tetrafluoroetileno; gomas especiales tales como gomas de uretano, gomas de silicona, goma
a base de polieter, gomas acrilicas, goma de polietileno clorosulfonado, goma epiclorohidrina, goma de oxido de
propileno, y goma de etileno-acrilica; polimeros de goma a base de norborneno, tal como copolimeros de monémero
de norborneno-etileno o a-olefina, terpolimeros de mondémero de norborneno-etileno-a-olefina, productos de
polimerizacién de apertura de anillo de monémeros de norborneno y productos de hidrogenacién de productos de
polimerizacién de apertura de anillo de monémeros de norborneno, excepto por aquellos compatibles con resinas a
base de norborneno termoplastico como componentes principales de composiciones de resina; copolimeros al azar
de monomero de vinilo aromatico-dieno conjugado tales como goma de estireno-butadieno-estireno, goma de estireno-
isopreno-estireno y goma de estireno-etileno-butadieno-estireno, y sus productos de hidrogenacion; elastomeros
termoplastico dirigidos por elastomeros termoplasticos a base de estireno tales como copolimeros de bloque, radiales
o lineales de monémeros de vinilo aromatico y dieno conjugado, por ejemplo, goma de estireno-butadieno-estireno,
goma estireno-isopreno-estireno y goma de estireno-etileno-butadieno-estireno, y sus productos de hidrogenacién, y
que incluyen elastdbmeros termoplasticos a base de uretano, Elastébmeros termoplasticos a base de poliamida,
elastdbmeros termoplasticos a base de 1,2-polibutadieno, elastdmeros termoplasticos a base de cloruro de vinilo y
elastomeros termoplasticos fluorados; resinas de poli(met)acrilato que tienen grupos sustitutivos ciclicos tales como
grupos ciclohexilo, grupos isobornilo, grupos triciclo[4,3,0,12,5]decan-3-ilo o grupos triciclo[4,3,0,12,5]-7-decen-3-ilo;
resinas de poliamida tales como copolimeros de estirenos y (met)acrilatos tales como octilacrilato, hexilacrilato y
butilacrilato, y poli(aminocarboniltetrametilenecarbonilaminometileno-1,3-ciclohexilenemetileno); resinas de poliéster
tales como poli[oxicarbonil(1,3-fenilen)carboniloximetileno-(triciclo[4,3,0,12,5]-3,8-diil)metilenc]; resinas de polieter
tales como 6xido de polibutileno y poli[oxi(2-metil-2-hidroxi-trimetilen)oxi(1,4-fenileno)isopropilideno(1,4-fenileno)];
resinas de policarbonato tales como poli[oxicarboniloxi(2-metil-1,4-ciclohexilen)isopropiliden(3-metil-1,4-
ciclohexileno)]; y resinas de poliuretano.
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Entre estas, elastomeros termoplasticos son particularmente adecuados ya que no se disuelve mucho material de los
mismos. Especialmente, elastomeros termoplasticos tales como copolimero de bloque de estireno-butadieno,
copolimero de bloque de estireno-butadieno-estireno, copolimero de bloque de estireno-isopreno y copolimero de
bloque de estireno-isopreno-estireno, sus productos de hidrogenacion, y copolimero al azar de estireno-butadieno se
prefieren para su buena dispersabilidad.

Como el antioxidante para su uso en la presente invencion, antioxidantes conocidos convencionalmente tales como
antioxidantes a base de fenol, antioxidantes que contienen fésforo, antioxidantes que contienen azufre, vitamina E y
estabilizantes de la luz a base de amina bloqueada pueden usarse o bien de manera Unica o bien en combinacion.

No se impone limitacion particular sobre las resinas de COP para su uso en la presente invencion siempre y cuando
sean poliolefinas ciclicas. Son ilustrativos polimeros de diversos mondémeros de olefina ciclica, copolimeros de
mondmeros de olefina ciclica y otros mondémeros tales como etileno y sus productos de hidrogenacién, y similares.

Ejemplos de los mondémeros de las resinas de COP para su uso en la presente invencion incluyen olefinas biciclicas
tales como norborneno, norbornadieno, metilnorborneno, dimetilnorborneno, etilnorborneno, norborneno clorado,
clorometilnorborneno, trimetilsiliinorborneno, fenilnorborneno, cianonorborneno, dicianonorborneno,
metoxicarbonilnorborneno, piridilnorborneno, anhidrido nadico y imida de acido nadico; olefinas triciclicas tales como
diciclopentadieno y dihidrodiciclopentadieno, y su alquilo, alquenilo, alquilideno y sustitutos de arilo; olefinas
tetraciclicas tales como dimetanohexahidronaftaleno y dimetanooctahidronaftaleno, y su alquilo, alquenilo, alquilideno
y sustituyentes de arilo; olefinas pentaciclicas tales como triciclopentadieno; olefinas hexaciclicas tales como
hexacicloheptadeceno; y similares. También estan incluidos compuestos que contienen el anillo de norborneno, tal
como dinorborneno y compuestos obtenidos acoplando dos anillos de norborneno por medio de cadenas de
hidrocarburo, grupos éster o similares, su alquilo y sustituyentes de arilo, y similares.

Entre estas, se prefieren resinas a base de polinorborneno obtenidas por polimerizacién de uno o0 mas de monémeros
a base de norborneno que contienen la cadena de norborneno en sus cadenas moleculares, tal como
diciclopentadieno, norborneno y tetraciclododeceno; sus productos de hidrogenacién; mezclas de dos o mas de estas
resinas a base de polinorborneno y sus productos de hidrogenacion; y similares.

El método de polimerizacion o el mecanismo de polimerizacion de cada resina de COP en la presente invencién puede
ser o bien polimerizacién de apertura de anillo o bien polimerizacién por adicion. Como el método de polimerizacion y
la estructura del polimero resultante cuando varios monémeros se usan en combinacion, pueden formarse para dar
un polimero conocido usando un método conocido. Por ejemplo, varios mondémeros pueden combinarse entre si
mientras que son monoémeros, y puede realizarse entonces la copolimerizacion. Como alternativa, después de que se
polimericen en cierta medida, los monémeros pueden combinarse entonces entre si para dar un copolimero de bloque.
Varios de tales polimeros y polimeros de bloque pueden mezclarse y usarse.

No se impone limitacion particular sobre el tapdn de goma 6 que va a mantenerse en su sitio y internado en la porcién
de tapdn 4 del conducto de salida 3 segun la presente invencion, siempre y cuando sea de uso comun. Es, por lo
tanto, posible usar un tapén de goma conocido convencionalmente. Ejemplos incluyen tapones hechos de gomas tales
como goma de butilo, goma de neopreno, goma de butilo clorado y gomas de silicona; y tapones de goma laminados
similares a tales tapones hechos de goma excepto por que resinas fluoradas, Polietileno de peso ultra alto molecular,
polietileno de alto peso molecular, LLDPE, resinas a base de polipropileno o similares se enlazan como capas
protectoras sobre superficies con las que se ponen en contacto fluidos de contenido. De estos, se prefieren los tapones
goma laminados debido a que, cuando las agujas de jeringas o similares se insertan a través de los tapones de goma
6, los tapones de goma laminados pueden evitar tal problema de que las gomas pueden desconcharse y mezclarse
en los fluidos de contenido, ingredientes activos de los fluidos de contenido pueden adsorberse sobre los tapones de
goma, o los tapones de goma pueden experimentar una interaccion con los fluidos de contenido. El tapén de goma
puede producirse también usando una resina de elastébmero en lugar de una goma. El uso de una resina de elastomero
de este tipo se prefiere, debido a que el ingrediente activo del contenido fluido no se adsorbe mucho, aunque se omita
la capa protectora.

Ejemplos
La presente invencion se describira en lo sucesivo en el presente documento especificamente basandose en ejemplos

y ejemplos comparativos. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que la presente invencién no esta limitada a los
siguientes ejemplos.
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Ejemplo 1
[Produccion de depésito de fluido 1]

Un 40 % en peso de una resina de COP, que presenté 130 °C de temperatura de transicién vitrea e incluia en una
cadena principal de la misma estructuras moleculares de la férmula (1), y un 60 % en peso de otra resina de COP,
que presentd 105 °C de temperatura de transicion vitrea e incluia en una cadena principal de la misma estructuras
moleculares de la férmula (1), se mezclaron para preparar un sellante de manera que fue dotado de 115 °C de
temperatura de transicion vitrea. Un elastdmero a base de propileno-etileno polimerizado en reactor de 900 kg/m? de
densidad, Una resina adhesiva a base de poliolefina modificada ("MC719," producto de Mitsubishi Chemical
Corporation), y el sellante se formaron para dar peliculas de 170 ym, 30 um y 50 ym de grosor, respectivamente,
mediante el método de inflacién de mdltiples capas enfriadas por agua para preparar una pelicula de multiples capas
de 250 uym de grosor total.

Con una porcién de conducto 5 de un conducto de salida 3, que se formé tal como se describira a continuacion,
manteniéndose entre dos piezas de la pelicula de multiples capas de manera que la capa mas interna de un depésito
de fluido 1 pasa a ser la capa de resina de COP, las dos piezas de la pelicula de multiples capas se soldaron entre si
a lo largo de bordes periféricos de la misma mediante sellado por calor para producir el depésito de fluido 1 tal como
se ilustré en la figura 1 y que tiene 115 mm de anchura y 170 mm de longitud. La anchura de soldadura se establecio
en 5 mm a lo largo de ambos bordes laterales y en 3 mm en la posicion mas estrecha, y segun condiciones de sellado
por calor, un cuerpo 2 principal de depésito se sold6 a 260 °C durante 4 segundos tanto en su parte de soldadura para
el conducto 5 como sus bordes periféricos distintos de la parte de soldadura. Un orificio 11 se dispuso como una
seccién de cuelgue en una posicién opuesta al conducto de salida 3, mediante lo cual se produjo el depésito de fluido
1 tal como se ilustr6 en la figura 1.

[Formacion de conducto de salida 3]
Formacion de porcién de conducto 5:

Un 40 % en peso de una resina de COP, que presenté 130 °C de temperatura de transicién vitrea e incluia en una
cadena principal de la misma estructuras moleculares de la férmula (1), y un 60 % en peso de otra resina de COP,
que presentd 105 °C de temperatura de transicion vitrea e incluia en una cadena principal de la misma estructuras
moleculares de la formula (1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de manera que una capa de resina
de COP tendria 115 °C de temperatura de transicién vitrea. En la mezcla de resina, un elastomero termoplastico a
base de estireno se incorporé al 1,0 % en peso como componente de goma. Al usar la resina resultante, la porcién de
conducto 5 se molde6 por moldeo por inyeccion.

Formacién de porcién de tapén 4:

Una cubierta de resina 7 de una porcion de tapén 4 tal como se ilustr6 en la figura 3 se moldeé de una manera similar
a la de la porcién de conducto 5. La cubierta de resina 7 se doté de una porciéon de pestafia, que se extendi6é hacia
fuera en la forma de una pestaria, y una porcion cilindrica, que se extendio hacia abajo desde un extremo inferior de
un borde periférico de la porcion de pestafia para mantener un tapon de goma en su sitio y para ajustarlo en la porciéon
de conducto.

La porcion de pestafia y la porcién cilindrica se formaron de manera integral entre si. Una parte de extremo inferior
de la porcion cilindrica se formé para definir un angulo agudo sobre el lado de un borde periférico exterior de la misma,
tal como se vio en una seccion transversal. El tapén de goma 6 se hizo de goma isopreno y, en una superficie en la
que el tap6n de goma 6 se pondria en contacto con un contenido fluido, se dotd de una capa 8 protectora formada de
una resina fluorada y unida a la superficie. El tapon de goma 6 se ajusto fisicamente en la cubierta de resina 7
moldeada para proporcionar la porcién de tapon 4 tal como se ilustrd en la figura 3.

Soldadura entre porcion de conducto 5 y porcién de tapon 4:

Después de que se llenase agua purificada (100 ml) como el contenido fluido al interior del cuerpo 2 principal de
deposito a través de la porcion de conducto 5, la porcion de tapon 4 se ajustd en la porcion de conducto 5. Al usar una
maquina de sellado ultrasénico, se realizé la soldadura durante 0,2 segundos mientras que se soporta la porcion de
pestafa 10 de la porcién de conducto 5 sobre un yunque y manteniendo una superficie superior de la porcién de tapén
4 en contacto con un cuerno. Como resultado, la porcién de conducto 5 y la porcion de tapdn 4 se completaron como
el conducto de salida 3 tal como se ilustré en la figura 2, y al mismo tiempo, se sellé el deposito de fluido 1. Tras la
soldadura, la porcién de la cubierta de resina 7, que se formé en un angulo agudo tal como se vio en secciéon
transversal, se provocoé que se fundiese para dar una forma plana, de modo que la cubierta de resina 7 se sold6 de
manera firme y hermética a fluido con la porcién de pestafia 10 de la porcion de conducto 5.
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Ejemplo 2
[Produccion de depésito de fluido 1]

Un 60 % en peso de una resina de COP, que presentd 135 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en
una cadena principal de la misma estructuras moleculares de la férmula (1), y un 40 % en peso de otra resina de COP,
que presenté 102 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en una cadena principal de la misma
estructuras moleculares de la formula (1), se mezclaron para preparar un sellante de manera que una capa de resina
de COP tendria 122 °C de temperatura de transicion vitrea. Un polietileno de baja densidad lineal de 935 kg/m® de
densidad, una resina de capa intermedia compuesta de un polietileno de baja densidad lineal de 925 kg/m® de
densidad y otro polietileno de baja densidad lineal de 905 kg/m® de densidad, y el sellante se formaron para dar
peliculas por el método de coextrusion de multiples capas por troquel en forma de T de manera que las peliculas
presentaron 20 uym, 170 um y 60 um de grosor, respectivamente, mediante lo cual se preparé una pelicula de multiples
capas de 250 ym en grosor total.

Con una porcién de conducto 5 de un conducto de salida 3, que se formé tal como se describira a continuacion,
manteniéndose entre dos piezas de la pelicula de miltiples capas de manera que la capa mas interna de un deposito
de fluido 1 pasa a ser la capa de resina de COP, las dos piezas de la pelicula de multiples capas se soldaron entre si
a lo largo de bordes periféricos de la misma para producir el deposito de fluido 1 tal como se ilustro en la figura 1y
que tiene 115 mm de anchura y 170 mm de longitud. La anchura de soldadura, condiciones de sellado por calor y la
formacién de una seccién de cuelgue se establecieron y llevaron a cabo como en el ejemplo 1.

[Formacién de conducto de salida 3]
Formacion de porcién de conducto 5:

Un 60 % en peso de una resina de COP, que presentd 135 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en
una cadena principal de la misma estructuras moleculares de la formula (1), y un 40 % en peso de otra resina de COP,
que presentdé 102 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en una cadena principal de la misma
estructuras moleculares de la férmula (1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de manera que una capa
de resina de COP tendria 122 °C de temperatura de transicion vitrea. En la mezcla de resina, un elastémero
termoplastico a base de estireno hidrogenado se dispersé y se incorporé al 5,0 % en peso como componente de goma.
Al usar la resina resultante, una porcién de conducto 5 se moldeé por moldeo por inyeccion.

Formacion de porcién de tapon 4:

Una cubierta de resina 7 de una porcion de tapon 4 tal como se ilustr6 en la figura 3 se molded de una manera similar
a la de la porcién de conducto 5. Un tap6n de goma 6, que se hizo de goma de butilo clorada y no se doté de la capa
8 protectora unida, se ajusto fisicamente en la cubierta de resina 7 moldeada para proporcionar la porcién de tapon 4
tal como se ilustré en la figura 3. Por lo tanto, la porcion de tapon 4 no se dotd de la capa 8 protectora para el tapén
de goma 6.

Método de soldadura entre porciéon de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 1, la porcion de conducto 5 y la porcion de tapén 4 se completaron como un
conducto de salida 3 tal como se ilustr6 en la figura 2, y al mismo tiempo, se sell6 el depésito de fluido 1. El conducto
de salida 3, sin embargo, no se doté de la capa 8 protectora para el tapén de goma 6.

Ejemplo 3

El procedimiento del ejemplo 1 se siguié excepto por la formacién de un conducto de salida 3.

[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Un 40 % en peso de una resina de COP, que presenté 130 °C de temperatura de transicién vitrea e incluia en una
cadena principal de la misma estructuras moleculares de la férmula (1), y un 60 % en peso de otra resina de COP,
que presenté 105 °C de temperatura de transicion vitrea e incluia en una cadena principal de la misma estructuras
moleculares de la formula (1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de COP de manera que una capa de
resina de COP tendria 115 °C de temperatura de transicion vitrea. En la mezcla de resina de COP, un polietileno de

baja densidad lineal de 922 kg/m® de densidad se incorpor6 al 10 % en peso. Al usar la resina resultante, una porcion
de conducto 5 se molde6 por moldeo por inyeccién.
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Formacion de porcién de tapon 4:

Una cubierta de resina 7 de una porcion de tapon 4 tal como se ilustr6 en la figura 3 se molded de una manera similar
a la de la porcion de conducto 5. Un tapén de goma 6 hecho de goma de butilo clorada se ajusté fisicamente en la
cubierta de resina 7 moldeada para proporcionar la porcién de tap6n 4 tal como se ilustré en la figura 3.

Método de soldadura entre porcién de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 1, la porcién de conducto 5 y la porcion de tapon 4 se completaron como el
conducto de salida 3 tal como se ilustro en la figura 2, y al mismo tiempo, se sellé un depésito de fluido 1.

Ejemplo 4

El procedimiento del ejemplo 2 se siguié excepto por la formacion de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Una porciéon de conducto 5 se molded de una manera similar a la del ejemplo 1 excepto porque un elastdmero
termoplastico a base de estireno se dispers6 e incorpor6 al 0,3 % en peso como componente de goma.

Formacion de porcién de tapén 4:

Una cubierta de resina 7 de una porcion de tapén 4 tal como se ilustr6 en la figura 3 se moldeé de una manera similar
a la de la porcién de conducto 5. Un tapén de goma 6, que se hizo de goma de butilo clorada y no se doté de ninguna
capa protectora, se ajusto fisicamente en la cubierta de resina 7 moldeada para proporcionar la porcién de tapon 4 tal
como se ilustré en la figura 3. Sin embargo, el tiempo de soldadura se establecio en 0,3 segundos.

Método de soldadura entre porcion de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 2, la porcion de conducto 5 y la porcién de tapén 4 se completaron como el
conducto de salida 3 tal como se ilustro en la figura 2, y al mismo tiempo, se sell6 un depésito de fluido 1.

Ejemplo 5

El procedimiento del ejemplo 1 se siguié excepto por la formacién de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Una porciéon de conducto 5 se molded de una manera similar a la del ejemplo 1 excepto porque un elastdmero
termoplastico a base de estireno se dispers6 e incorpor6 al 0,15 % en peso como componente de goma.

Formacion de porcién de tapén 4:

Una cubierta de resina 7 de una porcion de tapén 4 tal como se ilustr6 en la figura 3 se moldeé de una manera similar
a la de la porcion de conducto 5. Un tapén de goma hecho de goma de butilo clorada se ajusté fisicamente en la
cubierta de resina 7 moldeada para proporcionar la porciéon de tapon 4 tal como se ilustré en la figura 3. Como
componente de goma en una capa de resina de COP, sin embargo, un elastdmero termoplastico a base de estireno
se disperso e incorporo al 20 % en peso.

Método de soldadura entre porcion de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 1, la porcion de conducto 5 y la porcién de tapén 4 se completaron como el
conducto de salida 3 tal como se ilustro en la figura 2, y al mismo tiempo, se sell6 un depésito de fluido 1.

Ejemplo 6 (Ejemplo de referencia)
El procedimiento del ejemplo 2 se siguié excepto por la formacién de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:
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Una porcién de conducto 5 se molded de una manera similar a la del ejemplo 1 excepto porque un elastdmero
termoplastico a base de estireno se dispers6 e incorpor6 al 0,2 % en peso como componente de goma.

Formacion de porcién de tapon 4:

Una porcion de tapén 4 se formé de una manera similar a la del ejemplo 1 excepto porque un 60 % en peso de una
resina de COP, que present6 135 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en una cadena principal de
la misma estructuras moleculares de la férmula (1), y un 40 % en peso de otra resina de COP, que present6 102 °C
de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en una cadena principal de la misma estructuras moleculares de
la férmula (1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de manera que una capa de resina de COP tendria
122° C de temperatura de transicion vitrea y que un elastobmero termoplastico a base de estireno se dispersé e
incorpor6 al 35 % en peso como componente de goma en la mezcla de resina y se uso la resina resultante de COP.

Método de soldadura entre porcién de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 1, la porcion de conducto 5 y la porcién de tapén 4 se completaron como el
conducto de salida 3 tal como se ilustro en la figura 2, y al mismo tiempo, se sellé un depésito de fluido 1.

Ejemplo 7

El procedimiento del ejemplo 1 se siguié excepto por la formacion de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Una porciéon de conducto 5 se molded de una manera similar a la del ejemplo 1 excepto porque un elastdmero
termoplastico a base de estireno se dispers6 e incorpor6 al 0,2 % en peso como componente de goma.

Formacion de porcién de tapén 4:

Una porcion de tapén 4 se formé de una manera similar a la del ejemplo 3 excepto porque un 40 % en peso de una
resina de COP, que present6 130 °C de temperatura de transicién vitrea e incluia en una cadena principal de la misma
estructuras moleculares de la formula (1), y un 60 % en peso de otra resina de COP, que presenté6 105 °C de
temperatura de transicion vitrea e incluia en una cadena principal de la misma estructuras moleculares de la formula
(1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de COP de manera que una capa de resina de COP tendria
115 °C de temperatura de transicion vitrea y que polietileno de baja densidad lineal de 922 kg/m® de densidad y un
antioxidante a base de fenol ("IRGANOX 1010") se incorporaron al 0,3 % en peso, respectivamente, en la mezcla de
resina de COP.

Método de soldadura entre porcién de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 1, la porcién de conducto 5 y la porcion de tapon 4 se completaron como el
conducto de salida 3 tal como se ilustro en la figura 2, y al mismo tiempo, se sell6 un depésito de fluido 1.

Ejemplo 8 (Ejemplo de referencia)

El procedimiento del ejemplo 1 se siguié excepto por la formacion de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Una porcién de conducto 5 se moldeé de una manera similar a la del ejemplo 1 excepto porque un elastdmero
termoplastico a base de estireno se dispersé e incorpor6 al 1,0 % en peso como componente de goma.

Formacion de porcién de tapén 4:

Una porcién de tapon 4 se moldeé de una manera similar a la del ejemplo 1 excepto por el uso de una mezcla de
resina de COP preparada para tener 117° C de temperatura de transicion vitrea mezclando un 60 % en peso de una
resina de COP, que presentd 125° C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en una cadena principal de
la misma estructuras moleculares de la férmula (1), con un 40 % en peso de otra resina de COP, que present6 105°
C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en una cadena principal de la misma estructuras moleculares
de la férmula (1).

13



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2706901 T3

Método de soldadura entre porciéon de conducto 5 y porcion de tapén 4:

Se emplearon la porcion de tapon 4 y la porcién de conducto 5, lo que se ilustré en la figura 4, fueron planas en un
extremo inferior de la misma y planas en un extremo superior de la misma, respectivamente. En la porcién de tapon
4, un tapén de goma 6 se ha mantenido en su sitio por una cubierta de resina 7 por moldeo por insercién. El tapén de
goma 6 se hizo de goma de isopreno, y presenté una capa 8 protectora hecha de una resina fluorada y unida sobre el
tapén de goma 6. La porcion de tapon 4 y la porcién de conducto 5 se dispusieron opuestas entre si de manera que
el extremo inferior de la porcion de tapén 4 y el extremo superior de la porcion de conducto 5 estando paralelos uno
con respecto al otro. Con un elemento de calentamiento de una aleacion de niquel, hecho por International Nickel
Company, que se dispone entre la porcion de tapon 4 y la porcién de conducto 5 de manera que el elemento de
calentamiento se separ6 una distancia de 5 mm desde el extremo inferior de la porcion de tapon 4 y el extremo superior
de la porcién de conducto 5, respectivamente, se aplicé una corriente eléctrica durante 10 segundos al elemento de
calentamiento para realizar calentamiento sin contacto de modo que el extremo inferior fundido de la porcién de tapon
4 se uni6 por presion to el extremo superior fundido de la porcion de conducto 5 para completar un conducto de salida
3y al mismo tiempo, para sellar un depésito de fluido 1.

Ejemplo 9

El procedimiento del ejemplo 2 se siguié excepto por la formacién de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Una porcién de conducto 5 se moldeé de una manera similar a la del ejemplo 2 excepto porque un elastdmero
termoplastico a base de estireno se dispers6 e incorpor6 al 0,4 % en peso como componente de goma.

Formacion de porcion de tapon 4 de goma:

Una porcion de tapén 4 se formé de una manera similar a la del ejemplo 2 excepto porque un 40 % en peso de una
resina de COP, que present6 130 °C de temperatura de transicién vitrea e incluia en una cadena principal de la misma
estructuras moleculares de la formula (1), y un 60 % en peso de otra resina de COP, que presenté 105 °C de
temperatura de transicion vitrea e incluia en una cadena principal de la misma estructuras moleculares de la formula
(1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de COP de manera que una capa de resina de COP tendria
115° C de temperatura de transicién vitrea y que un antioxidante a base de fenol ("IRGANOX 1010") se incorporé al
0,5 % en peso en la mezcla de resina de COP.

Método de soldadura entre porcién de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 2, la porcion de conducto 5 y la porcién de tapén 4 se completaron como el
conducto de salida 3 tal como se ilustro en la figura 2, y al mismo tiempo, se sell6 un depésito de fluido 1.

Ejemplo 10

El procedimiento del ejemplo 2 se siguié excepto por la formacién de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Una porciéon de conducto 5 se moldeé de una manera similar a la del ejemplo 2 excepto porque un elastdmero
termoplastico a base de estireno se dispers6 e incorpor6 al 0,15 % en peso como componente de goma.

Formacion de porcién de tapén 4 de goma:

Una porcion de tapén 4 se formé de una manera similar a la del ejemplo 2 excepto porque un 40 % en peso de una
resina de COP, que present6 130 °C de temperatura de transicién vitrea e incluia en una cadena principal de la misma
estructuras moleculares de la formula (1), y un 60 % en peso de otra resina de COP, que presenté 105 °C de
temperatura de transicion vitrea e incluia en una cadena principal de la misma estructuras moleculares de la formula
(1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de COP de manera que una capa de resina de COP tendria
115° C de temperatura de transicion vitrea y que polietileno de baja densidad lineal de 922 kg/m® de densidad y un
antioxidante a base de fenol ("IRGANOX 1010") se incorporaron al 30 % en peso y 0,15 % en peso, respectivamente,
en la mezcla de resina de COP.

14



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2706901 T3

Método de soldadura entre porciéon de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 2, la porcién de conducto 5 y la porcion de tapon 4 se completaron como el
conducto de salida 3 tal como se ilustro en la figura 2, y al mismo tiempo, se sellé un depésito de fluido 1.

Ejemplo comparativo 1

El procedimiento del ejemplo 1 se siguié excepto por la formacion de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Un 40 % en peso de una resina de COP, que presenté 130 °C de temperatura de transicién vitrea e incluia en una
cadena principal de la misma estructuras moleculares de la férmula (1), y un 60 % en peso de otra resina de COP,
que presenté 105 °C de temperatura de transicién vitrea e incluia en una cadena principal de la misma estructuras
moleculares de la formula (1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de COP de manera que una capa de
resina de COP tendria 115 °C de temperatura de transicion vitrea. Al usar la mezcla de resina de COP que no contenia
ni un componente de goma ni un antioxidante, una porcion de conducto 5 se molded por moldeo por inyeccion.

Formacion de porcién de tapén 4:

Una cubierta de resina 7 de una porcion de tapén 4 tal como se ilustr6 en la figura 3 se moldeé de una manera similar
a la de la porcién de conducto 5. Un tapdn de goma 6 hecho de goma de isopreno se ajusto fisicamente en la cubierta
de resina 7 moldeada para proporcionar la porcion de tapon 4 tal como se ilustré en la figura 3.

Método de soldadura entre porciéon de conducto 5 y porcion de tapén 4:

De una manera similar que en el ejemplo 1, la porcién de conducto 5 y la porcion de tapon 4 se completaron como el
conducto de salida 3 tal como se ilustro en la figura 2, y al mismo tiempo, se sell6 un depésito de fluido 1.

Ejemplo comparativo 2

El procedimiento del ejemplo 2 se siguié excepto por la formacién de un conducto de salida 3.
[Formacion de conducto de salida 3]

Formacion de porcién de conducto 5:

Un 60 % en peso de una resina de COP, que presentd 135 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en
una cadena principal de la misma estructuras moleculares de la férmula (1), y un 40 % en peso de otra resina de COP,
que presentdé 102 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en una cadena principal de la misma
estructuras moleculares de la formula (1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de COP de manera que
una capa de resina de COP tendria 122 °C de temperatura de transicion vitrea. Al usar la mezcla de resina de COP
que no contenia polietileno, una porcién de conducto 5 se moldeé por moldeo por inyeccion.

Formacion de porcién de tapén 4:

Un 60 % en peso de una resina de COP, que presentd 135 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en
una cadena principal de la misma estructuras moleculares de la formula (1), y un 40 % en peso de otra resina de COP,
que presentdé 102 °C de temperatura de transicion vitrea y que no incluia en una cadena principal de la misma
estructuras moleculares de la férmula (1), se mezclaron para preparar una mezcla de resina de manera que una capa
de resina de COP tendria 122 °C de temperatura de transicion vitrea. Después de que una resina porcién adaptada
para cubrir un tapdn de goma se moldease con la mezcla de resina de COP que no contenia polietileno, un tapén de
goma 6 de butilo clorado se ajust6 en la porcion de resina 7 para proporcionar una porcion de tapén 4.

Método de soldadura entre porcién de conducto 5 y porcion de tapén 4:
Después de que se llenase agua purificada (100 ml) como contenido fluido al interior del cuerpo 2 principal de deposito
a través de la porcion de conducto 5, la porcion de tapon 4 se ajusté en la porcion de conducto 5. Al usar una maquina

de sellado ultrasénico, se realizé la soldadura durante 0,2 segundos para formar el conducto de salida 3 de modo que
se completd un depésito de fluido 1.
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Evaluacién de ejemplos y ejemplos comparativos de empolvado y agrietamiento por soldadura

Las areas soldadas entre las porciones de conducto y las porciones de tapén en los conductos de salida de los
ejemplos 1 a 10 y los ejemplos comparativos 1 y 2 se observaron visualmente. Como resultado, no se confirmé
adhesion de particulas finas en los ejemplos 1 a 10. Empolvado con humo se observo tras la soldadura ultrasénica,
pero fue de un grado similar al que se observé cuando se uso resina a base de PE. En los ejemplos comparativos 1y
2, por otro lado, también se observé empolvado con humo, pero las cantidades de polvo producido fueron 1,5 o mas
veces las de en los ejemplos 1 a 10. En el conducto de salida del ejemplo comparativo 1, la adhesién de numerosas
particulas finas blancas se confirmé en las proximidades del area soldada entre la porcion de conducto y la porcion de
tapon. En el conducto de salida del ejemplo comparativo 2, sin embargo, no se confirmé adhesién de particulas finas.

Las particulas finas se retiraron del conducto de salida del ejemplo comparativo 1. Los conductos de salida de los
ejemplos 1 a 10 y los ejemplos comparativos 1 y 2 se sumergen en una soluciéon penetrante roja formada de un
disolvente alcoholico con un tinte rojo contenido en el mismo, y entonces, se evaluaron visualmente. Como resultado,
no se observd penetracion de la solucion penetrante roja en las proximidades del area soldada entre la porcién de
conducto y la porcién de tapdn en cada uno de los conductos de salida de los ejemplos 1 a 10, y por tanto, no se
confirmo agrietamiento asociado a soldadura. En cada uno de los conductos de salida de los ejemplos comparativos
1y 2, por otro lado, el conducto de salida se colore6 de manera local en rojo por la solucién penetrante roja en las
proximidades del area soldada entre la porcién de conducto y la porcion de tapén, especificamente sobre el lado de
la porcion de tapdon. Como consecuencia, se hallé que se han producido grietas en una parte de la porcién de tapon.

Ensayo de impacto de caida:

Después de que los depositos de fluido de los ejemplos 1 a 10 y los ejemplos comparativos 1 y 2 con agua purificada
llenada en los mismos se sometieron a un tratamiento de esterilizacion en retorta a 121 °C durante 30 minutos, los
depdsitos de fluido se almacenaron durante 24 horas en un entorno de aire de 4° C y se hicieron entonces caer
individualmente bajo gravedad desde la altura de 1,5 m sobre hormigdn para someter a ensayo a los mismos. El
ensayo de caida de cada deposito de fluido se realizé con el conducto de salida orientado hacia abajo de manera que
el deposito de fluido siempre caia desde el lado del conducto de salida sobre el hormigén, y el mismo depésito de
fluido se cayé 10 veces. Los conductos de salida respectivos se sumergen en la soluciéon penetrante roja anteriormente
mencionada, y se evaluaron visualmente con respecto a la aparicion de fisuras. Como resultado, los conductos de
salida de ejemplo 1 a 10 estaban cada uno sin aparicién de fisuras tanto en la porciéon de conducto como la porcién
de tapdn, y se hallé que cada uno tenia suficiente resistencia. En los conductos de salida de los ejemplos comparativos
1y 2, por otro lado, no hubo fuga de fluido, pero se confirmaron fisuras blancas en las porciones de tapon.

Aplicabilidad industrial

Segun la presente divulgacion, puede proporcionarse un conducto de salida resistente a la aparicién de grietas,
particulas finas o empolvado tras la formacién del conducto de salida soldando una porcién de conducto, que esta
formada de una resina compuesta de una resina de COP como componente principal, y una porcién de tapén, que
esta formada de una resina compuesta de una resina de COP como componente principal y sirve para mantener un
tapon de goma en su sitio, entre si o resistente a la aparicion de una fractura desde la porcion de tapon del conducto
de salida tras la caida de un depdsito, un método para formar el mismo, y un depésito de fluido dotado del conducto
de salida. Este depésito de fluido puede evitar la adsorcién o permeacion de un ingrediente activo de un contenido
fluido no solo sobre o a través de un cuerpo principal de depdsito sino también sobre o a través de una resina que
constituye el conducto de salida, y por tanto, es Util para el campo de los depositos de fluido para aplicaciones médicas
que van a llenarse especificamente con preparaciones para goteo intravenosas.

Explicacion de numeros de referencia
Deposito de fluido

Cuerpo principal de depésito
Conducto de salida

Porcion de tapén

Porcion de conducto

Tapo6n de goma

Cubierta de resina

Capa protectora
Canal de suministro

= O 0 ~N O O Hh W N -

0 Porcion de pestana
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REIVINDICACIONES

1. Método para formar un conducto de salida (3) para un depésito de fluido (1), siendo dicho conducto de salida (3)
capaz de alojar un tapon de goma (6), a través del que puede insertarse una aguja de jeringa, de manera que el tapon
de goma (6) es internado en un extremo del conducto de salida (3), en donde

el conducto de salida (3) comprende una porcién de conducto (5) y una porcion de tapén (4),

al menos una capa mas interna de la porcion de conducto (5), definiendo dicha capa mas interna un canal de suministro
(9) del conducto de salida (3), esta formada de una resina compuesta de resina de poliolefina ciclica como componente
principal, es decir, al 50 % en peso 0 mas de la resina,

la porcion de tapdn (4) puede servir para mantener el tapon de goma (6) en su sitio y comprende una cubierta de
resina (7) para la porcion de tapén, formada de una resina compuesta de resina de poliolefina ciclica como componente
principal, es decir, al 50 % en peso 0 mas de la resina,

la porcion de conducto (5) y la porcion de tapdn (4) se sueldan ultrasénicamente entre si en sus capas de resina
compuestas de las resinas de poliolefina ciclica como los componentes principales, respectivamente, y

dicha resina de la cubierta de resina (7) de porcién de tapdn incluye un componente de goma en un intervalo de desde
el 0,05 % en peso hasta el 30 % en peso o, siempre que una cadena principal de la resina de poliolefina ciclica incluya
la estructura molecular representada por la siguiente formula (1), incluye una resina a base de polietileno en un
intervalo de desde el 1 % en peso hasta el 30 % en peso, y/o un antioxidante en un intervalo de desde el 0,1 % en
peso hasta el 1,0 % en peso:

~{onpm ?H‘}F (1
R

donde R representa un atomo de hidrégeno o un grupo organico que tiene desde 1 hasta 20 atomos de carbono,
y n representa un nimero entero mayor de 1;

comprendiendo el método soldar ultras6nicamente entre si dicha capa de resina de la porcién de conducto (5),
compuesta de resina a base de poliolefina ciclica como componente principal, es decir, al 50 % en peso o mas de
la resina, y la capa de resina de la porcion de tapon (4) compuesta de resina a base de poliolefina ciclica como
componente principal, es decir, al 50 % en peso o mas de la resina.

2. El método segun la reivindicacion 1, en el que la cubierta de resina (7) de la porcion de tapén (4) es para mantener
el tapon de goma (6) en su sitio de manera que el tapén de goma (6) evita que un contenido fluido se ponga en contacto
con la cubierta de resina (7).

3. El método segun las reivindicaciones 1 o 2, en el que dicha resina que forma la porciéon de conducto (5) incluye un
componente de goma en un intervalo de desde el 0,05 % en peso hasta el 20 % en peso, o incluye dicha resina de
poliolefina ciclica que incluye en una cadena principal de la misma estructuras moleculares representadas por la
férmula (1) segun se define en la reivindicacion 1 e incluye ademas una resina a base de polietileno en un intervalo
de desde el 1 hasta el 20 % en peso.

4. El método segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el componente de goma es un elastomero
termoplastico.

5. El método segun la reivindicacion 4, en el que el elastémero termoplastico se elige de un copolimero de bloque de
estireno-butadieno, un copolimero de bloque de estireno-butadieno-estireno, un copolimero de bloque de estireno-
isopreno, un copolimero de bloque de estireno-isopreno-estireno, sus productos de hidrogenacion y un copolimero al
azar de estireno-butadieno.

6. El método segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que la porcion de conducto (5) tiene, en una
parte de la misma en la que la porciéon de conducto (5) se suelda con la porcion de tapédn (4), una porcion de pestafa
(10) con una capa de dicha resina compuesta de resina a base de poliolefina ciclica como componente principal, que
se extiende hacia fuera desde la porcién de conducto (5).

7. El método segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que cada resina de poliolefina ciclica tiene
una temperatura de transicion vitrea de 100 °C o superior.

8. El método segun la reivindicacién 1, en el que la soldadura ultrasénica se realiza mientras que se soporta una

porcion de pestafia (10) de la porcion de conducto (5) sobre un yunque y manteniendo la porcién de tapén (5) en
contacto con un cuerno.
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